BRIDGELUX LEDLER UZERINDEKi TERMAL ETKi VE UYGUN SOGUTUCU SECIMi

LED’lere gerilim uygulandiginda yariiletken malzemenin {izerinden bir akim gecmektedir. Bu
akimin etkisi ile LED uzerinde 1sinma meydana gelir. Uygulanan giiciin bir kismi burada yasanan
1sInmaya gittigi icin enerjinin %100’{ 1518a cevrilemez. COB LED uygulamalarinda temel amag agiga
cikan bu 1s1iy1 miimkiin oldugunca disariya aktarmaktir.

Qt=VFmax*IF*0,085 (1)

Qt: Giic

VFmax: Uygulanan gerilimin maksimum degeri

If: LEDi siirdigiimiiz akim degeri ( maksimum giic degeri icin LED’lerin katalog degeri dikkate
alinmalidir.)

Giic kaynaklari calistigi zaman belli bir 1s1ya ulastiklan icin monte edilirken olabildigince
LED’lerin uzagina monte edilmelidir. Gerekiyorsa sogutucudan ayri monte edilmelidir. Burada dikkat
edilmesi gereken ebat ve maliyet olcutleridir.

SICAKLIK GECiSi VE UYGUN SOGUTUCU SECIMi

LED’ler yuzeye yerlestirilirken termal macun veya termal pad kullanmlmalidir. LED yiizeye
olabildigince sifira sifir temas etmeli ve en fazla hava boslugu 0,3mm olmamalidir. ideal bir sogutma
saglamak icin kullanilacak LED’e gore sogutucu kanallari 0,15mm ile 0,3mm arasinda olmalidir.
Kanallar fazla ince oldugu zaman malzemenin 1s1 gecirgenligi kaybolmaktadir. Fazla kalin bir yapida
kullanildig1 takdirde ise 1s1 dagiimi olmayip 1s1y1 tek bir noktada odaklamis oluruz.

Sogutucu tercih edilirken gézeneklerin sicak havay1 dis ortama verebilecek ve soguk havay
da LED ile arasindaki temas yuzeyine yansitacak sekilde olmasi gerekmektedir.
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Sekil 1: Termal Devre

Baz1 Malzemelerin Is1 iletkenlikleri;
Demir: 79,5 W/mK Aliminyum: 205 W/mK

Bakir: 385 W/mK Hava(0°C’de): 0,024 W/mK



Q: LED {izerinden gecen sicak-soguk hava girisi

Tj: LED iizerindeki baglanti noktasinda meydana gelen 1s1 miktan
Tc: LED’in kiifinda meydana gelen 1s1 miktar

Th: LED ile sogutucunun birlestigi ylizeyde meydana gelen 1s1 miktar
Ta: Dis ortamdaki 1s1 miktari

RQjc: LED’in baglant1 noktasi ile kilif arasindaki termal direnc
RQha: Sogutucunun termal direnci

RQch: LED’in kilif1 ile sogutucu arasindaki termal direnc

NOT: RQch degeri kullanilan termal macunun veya pad’in yapisina gére degismektedir. Aym
zamanda LED ile sogutucu arasinda yalitkan bir malzeme kullanilmis ise 6rnegin mika vb. RQch
degeri 0,2°C ile 0,5°C arasinda tercih edilmelidir.

RQha= (Th-Ta)/Qt RQch=(Tc-Th)/Qt 2)

Sogutucu konumlandirmasinda asagidaki grafikteki gibi kayiplar yasanmaktadir. Fiziksel
olarak sogutma kanallarimin dikey olmasi gerekmektedir.

Guideline
Fin Orientation Illustration Typical Relative
Effectiveness
Vertical 100%
Horizontal 85%
Horizontal Down 60%
Vertical (Inside a 6 ~—11
x 7 x 7 in® Non- ‘ : F 3
Conducting Box)

Tablo-1: Sogutucu Konumlandirmasi



Dairesel Sogutma Sistemleri

Ampul, Down-light gibi urlinlerde kullanilmasi zaruri olan dairesel sogutma sistemlerinin
dizayninda dikkat edilmesi gereken durumlar;

Hava gegisini

saglayan kanatgiklar

Cekirdek capi

Sekil-2: Dairesel Sogutucu

Kanatciklar arasindaki hava bosluklar sogutmayi saglar. COB LED’lerin alt kisminda hava
boslugu bulunmayacak sekilde kanatciklar arasindaki derinligi arttirmak gerekmektedir.
Kanatciklarda derinlik ne kadar artarsa o kadar iyi sogutma saglanir.

TERMAL ARAYUZ SECIMI

Yiizey ile pad arasinda veya macun arasinda hava boslugu olmamalidir. Kullanilacak
macunun termal iletimine, sicaklik profiline, elektrik gecirgenligine ve aradaki boslugu tam
doldurup doldurmadigina bakilmalidir.

Ornek 1:

Kullanilan LED: BXRA-C1202-00000 Siiriildigi Akim: 1050 mA

Ta: 40°C Tc: 85°C (yeni modeller icin) RQch: 0,07°C

Bu bilgiler dogrultusunda nasil bir sogutucu tasarlanmasi gerektigini hesaplamaliyiz.

ideal bir sogutma icin 1 watt’lik bir tiiketime 8cm*8cm’lik kare bir sogutucu tasarlanmalidir.
Burada yapilan hesabin amaci minimum diizeyde ne kadar bir sogutma alanina ihtiyacimiz
oldugudur.

Qt=VFmax*IF*0,085=13,8V*1050mA*0,85=12,3 Watts



NOT: Eger kullanilacak sogutucu modelinde sogutma kanallar yere dik bir sekilde tasarlanmamis ise

karekok icinde Qt degerinin 10 kati alinarak yilizey miktarina ulasilabilir. (/12,3*10=28,16cm2)
RQch=(Tc-Th)/Qt Th=Tc-( RQch*Qt)=85°C-(0,07°C/W*12,3W)=98°C
RQha= (Th-Ta)/Qt =(98°C-40°C)/12,3Watts

RQha=4,71°C/W

Bulunan bu deger ile kullanilacak malzemenin yapisina bagl olarak bir kiyaslama yapmak
gerekmektedir. Malzemenin termal direncine bagli olarak yiizey miktarin1 gosteren diyagram
incelenmelidir. ideal bir sogutma icin Watt basina 64,5cm2’lik bir alana ihtiyac vardr.
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Sogutucunun hir yiiziiniin alam inch2
Plaka kalnhgi 2.4 mm

Sekil-3: Sogutucu Alani- Termal iletim

Termal Dizayn Proses
1) Fiziksel sinirlarin ve estetik olculerin belirlenmesi
2) Sicaklik sinirlarinin belirlenmesi
3) Yonlendirmenin belirlenmesi
4) Gug hesabinin yapilmasi
5) Termal materyalin belirlenmesi
6) Termal direncin hesaplanmasi
7) Sogutucu sistemin hesaplanmasi
8) Dizaynin bilgisayar ortaminda test edilmesi
9) Prototip yapilmasi

10) Prototip’in test edilmesi- sinirlarin belirlenmesi



Termal Materyal Segimi

iki termal transfer yiizeyi arasindaki bosluklar gidermek ve 1s1y1 daha iyi iletebilmek icin
araya termal direnci dislik, iletkenligi yliksek malzeme konulmas1 gerekmektedir.

Interstitial air Thermal interface material

Sekil-4:PCB ile sogutucu arasindaki boslugun giderilmesi

Termal Direng Esitligi

ROsistem = (Tkasa - Tortam) / Q (3)

Tj= LED sicaklig

Tc=Termal arayiiz
Q sicaklig
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Sekil-5: Sogutucu Termal Direnci Hesabi



